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事業概要

⚫増大を続けるモバイルトラフィックを収容するため、基地局のスモールセル化が進み、無線ユニット
（RU）は、各機能ブロックの小型集積化（モジュール化）が進展していくと予想される。

⚫本事業では、RUモジュールの小型化と低消費電力化を実現するために、アレイアンテナとRF送
受信回路を一体形成したアンテナ・イン・パケージ（AiP）の開発を実施した。

CU/DU

CU/DU

マルチベンダー接続

RU（無線ユニット）

アンテナ + RF送受信部

O-RAN
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事業項目

【事業項目１】 アレイアンテナ一体型パッケージ技術の開発

⚫ 高い放熱特性（熱抵抗0.5K/W以下）と高周波特性を両立するパッケージ構造を実現

【事業項目２】 VH偏波16ch BFICの開発（高効率アンプ技術開発）

⚫ 合計32chのビームフォーミングIC（BFIC）を低消費電力（10W以下）かつ小面積（11mm角以下）で実現

⚫ ドハティアンプ技術により従来技術比で2倍以上の出力5.7mW＠47GHz を実現
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アレイアンテナ一体型パッケージの構造

⚫ アンテナとBFICを一体形成することで、RFの損失や実装バラツキを低減

⚫集積化することで課題となる放熱について、IC裏面から直接熱を逃がす独自構造で解決
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一体化アンテナ

BFIC

RF基板

従来構造

ヒートスプレッダ

当社AiP構造

RF信号が、BFIC/RF基板/アンテナ基板を伝搬
→ 損失および実装バラツキが大きい

・BFIC/アンテナ間を最短距離で接続
・ヒートスプレッダを内包し放熱効率を向上
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開発したアレイアンテナ一体型パッケージ
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パッケージ裏面

放熱バンプ

信号用バンプ

AiPパッケージ外観（アンテナ面）

39 GHz版 47 GHz版
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VH偏波16ch BFIC
⚫ 55nm CMOSテクノロジー

⚫ IF移相器＋ミキサー回路で小面積化を実現
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アンテナ一体型パッケージの無線評価系
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ビームパターン評価結果
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点線: ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
実線: 実測
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二次元ビームパターン

ピークEIRP 30dBm スキャン角±40°以上
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研究開発成果

⚫ 学会発表： 最新成果を9月の国際会議(EuMIC2024)＠フランスにて発表

⚫ 展示発表： MWC2023/2024にて国際展示

⚫ 特許出願： 関連特許4件出願
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MWC2023/2024展示国際会議(EuMIC2024)
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事業成果の社会実装イメージ

屋外ミリ波RU（24～39GHz） ミリ波スモールセル（24～47GHz）

ミリ波RUモジュール
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DACDACDACDAC
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DACDACDACADC

DACDACDACADC

小型RU
制御ソフト・IP

ミリ波帯BFIC

ビーム間干渉抑圧技術

マルチビーム多重
2.5Gbps×4 = 10Gbps

マルチビーム多重により、Sub6よりも優れた
キャパシティ性能を実現し、市場展開を図る

全機能をモジュール化することで小型・低コスト
のRUを実現し、ミリ波の普及を促進

電源
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産業等への波及効果と市場獲得への施策

⚫ O-RAN準拠のRUを早期に製品化。O-RAN対応基地局の市場拡大に
合わせてシェア拡大を狙う。

⚫ 北米拠点を中心にRUの商談活動を展開し、グローバルで商談獲得

⚫ トラフィックの増大に合わせて、今後の立ち上がりが予想されるミリ波市場に
向けて、Sub6のフットプリントを活用して市場獲得を狙う。
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AT&T to accelerate Open RAN
 in the US

AT&T (December 4, 2023)
“AT&T expects to have fully integrated open RAN sites in coordination with Ericsson 
and Fujitsu, starting in 2024”

https://about.att.com/story/2023/commercial-scale-open-radio-access-network.html

Deutsche Telekom (February 27, 2023)
“First commercial deployment of Open RAN with multiple partners”
https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/first-commercial-open-ran-in-2023-
1027618

Deutsche Telekom begin deployment of multi-
vendor Open RAN network in Germany

DISH Network Corporation (June 30, 2020)
“DISH advances O-RAN network, Selects Fujitsu for 5G radio units and Altiostar for 
virtualized RAN software solution”

https://about.dish.com/2020-06-30-DISH-advances-O-RAN-network-Selects-Fujitsu-for-5G-radio-units-and-
Altiostar-for-virtualized-RAN-software-solution

Fujitsu 5G Open RAN RU

for DISH Network

Mobile Integration and Testing 
Center (MITC) 米国ダラス

- O-RAN基地局システムの技術検証
- 複数ベンダー製品を組み合わせたシステム検証
- セキュリティ担保の検証

グローバルでの5G-RU商談獲得実績

グローバル向け5G-RUポートフォリオ

BFIC/AiP

マルチビーム多重による
大容量化

5G-RU

5Gミリ波
5Gミリ波

5Gミリ波

5Gミリ波

5Gミリ波

5Gミリ波

ミリ波製品化実績 ミリ波ユースケース検討
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Thank you
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